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(57)  Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Ver-
bindung zweier Substratflachen (12,32), umfassend
Mittel zum Bewegen der Substratflache relativ zu min-
destens einer Beschichtungsdiise (50) mit einer Diisen-
6ffnung; Mittel zum Zuflihren eines Reaktionsktebstoffs
zu der mindestens einen Beschichtungsdise (50); Mit-
tel zum Auftragen des Reaktionsklebstoffs aus der min-

destens einen Beschichtungsdiise auf die Substratfla-
che, und Mittel (60,61,70,71) zum Aufeinanderpressen
der beiden Substratflachen (12,32). Erfindungsgeman
wird die Diisenéffnung beim Beschichtungsvorgang so
gering von der Substratflache (32) beabstandet, dass
die Beschichtung im Semikontaktmodus oder im Kon-
taktmodus erfolgt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Ver-
bindung zweier Substratflachen, umfassend Mittel zum
Bewegen der Substratflache relativ zu mindestens einer
Beschichtungsdise mit einer Disendéffnung, Mittel zum
Zufuihren eines Reaktionsklebstoffs zu der mindestens
einen Beschichtungsdise, Mittel zum Auftragen des
Reaktionsklebstoffs aus der mindestens einen Be-
schichtungsdiise auf die Substratflache, und Mittel zum
Aufeinanderpressen der beiden Substratflachen.
[0002] Es ist bekannt, Substratflachen mittels Reak-
tionsklebstoff miteinander zu verkleben. Reaktionskleb-
stoffe sind Klebstoffe, die durch eine chemische Vernet-
zungsreaktion ausharten und hierbei die fir eine Kle-
bung erforderlichen kohédsiven und adhésiven Krafte
zwischen den zu verklebenden Substraten aufbauen.
Reaktionsklebstoffe sind sowohl als einkomponentige
Klebstoffe als auch als zwei- oder mehrkomponentige
Klebstoffe bekannt. Einkomponentige Reaktionskleb-
stoffe vernetzen beispielsweise unter Einfluss der Um-
gebungsluft oder der in der Umgebungsluft enthaltenen
Luftfeuchtigkeit. Sie miissen daher vor dem Auftrag auf
das Substrat in geeigneter Weise, z.B. unter inerter At-
mosphéare gespeichert werden. Mehrkomponentige Re-
aktionsklebstoffe werden erst kurz vor dem Verkle-
bungsvorgang aus mehreren Komponenten zusam-
mengemischt, die miteinander reagieren und dabei die
Vernetzung bewirken.

[0003] Reaktionsklebstoffe weisen gegeniiber ande-
ren Klebstoffen, wie beispielsweise Schmelzklebstof-
fen, Lésungsmittelklebstoffen oder Kontaktklebstoffen
in vielerlei Hinsicht uberlegene Eigenschaften auf. In-
zwischen sind beispielsweise PUR- Reaktionsklebstof-
fe mit hohen mechanischen Eigenschaften verfiigbar,
die dauerhaft transparent sind und sich daher flir optisch
anspruchsvolle Verklebungen eignen.

[0004] Bei einem Verklebungsvorgang wird regelma-
Rig zunachst der Reaktionsklebstoffe im flissigem Zu-
stand auf eines oder beide Substrate aufgetragen, und
nachfolgend werden die beiden Substrate aufeinander
gepresst. Der Klebstoff hartet darauf folgend durch Ver-
netzung des Klebstoffs aus und flihrt zu einer festen
Verbindung der beiden Substratflachen.

[0005] Nachdem Auftrag des Reaktionsklebstoffs auf
das Substrat steht regelmafig nur eine begrenzte Zeit
(sog. "Topfzeit") fur die weitere Verarbeitung, also das
Aufeinanderpressen 0.3., zur Verfligung. Luftaushar-
tende Reaktionsklebstoffe werden zur Verlangerung der
Topfzeitin einem dicken Strang aufgetragen, um die Dif-
fusion des Luftsauerstoffs oder der Luftfeuchtigkeit in
den Klebstoffstrang zu verzégern und so die Vernetzung
zu verlangsamen.

[0006] Insbesondere, wenn das vorgenannte Verfah-
ren zur Verklebung von Substratflachen transparenter
Substrate oder von Substratflachen, die sich nach Fer-
tigstellung des entsprechenden Produkts im Sichtbe-
reich befinden, verwendet wird, kann mit den bekannten
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Verklebungsverfahren kein zufriedenstellendes Ergeb-
nis erzielt werden. So tritt regelmaRig eine ungleichma-
Rige, unterbrochene Klebeflache auf. Weiterhin ist die
Dosierung der Klebstoffmenge beim Auftragen auf die
Substratflache oft nicht exakt genug zu dosieren. Infol-
gedessen wird entweder nur eine teilweise Verklebung
der Substratflachen erzielt, was zu einer mechanisch
nicht zufriedenstellenden Verbindung der Substratfla-
chen fihrt. Bei zuviel Klebstoffauftrag oder dem Auftrag
eines Klebstoffstrangs tritt hingegen das Problem auf,
dass der Klebstoff an einigen Stellen oder Uber die ge-
samte Erstreckung der Substratflache seitlich aus dem
Klebespalt herausgepresst wird, wenn die Substratfla-
chen aufeinander gepresst werden. Dieser herausge-
presste Klebstoffliberschuss fiihrt regelmafig zur Not-
wendigkeit einer Nachbehandlung. Dartber hinaus ist
er in der Regel nur mit viel Aufwand restlos zu entfernen
und es besteht die Gefahr, dass der Uberschissige,
austretende Klebstoff verlauft oder auf Substratberei-
che tropft, die dadurch verschmutzt werden.

[0007] DerErfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Vorrichtung bereitzustellen, mittels dem/der eine op-
tisch ansprechendere Verklebung zweier Substratfla-
chen mdglich ist.

[0008] Die Erfindung wird bei einer Vorrichtung der
eingangs genannten Art dadurch geldst, dass die Du-
sent6ffnung beim Beschichtungsvorgang so gering von
der Substratflaiche beabstandet ist, dass die Beschich-
tung im Semikontaktmodus oder im Kontaktmodus er-
folgt

[0009] Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde,
dass die sich aus der Viskositat, der Oberflachenspan-
nung und des Auftrags als dickere Klebstoffraupe oder
- schicht ergebende Auftragsstruktur einer optisch an-
sprechenden Verklebung entgegensteht. Der Reakti-
onsklebstoff bildet Tropfen oder Raupen mit einem be-
stimmten Durchmesser aus. Dieser Durchmesser ist um
so grofier, je hoher die Viskositat des Klebstoffs ist. Da
die Viskositat der derzeit zur Verfiigung stehenden Re-
aktionsklebstoffe einen bestimmten Wert nicht unter-
schreitet, wird der Klebstoff folglich in Form von gréRe-
ren Tropfen oder einer Raupe auf die Klebeflache auf-
getragen und beim Verpressen der beiden Substratfla-
chen treten dann die eingangs genannten Probleme
auf.

[0010] Ein Auftrag des Klebstoffs, bei dem die Visko-
sitat und Oberflachenspannung nicht diesen nachteili-
gen Effekt erzielt, kann durch die Beschichtung im Se-
mikontaktmodus oder im Kontaktmodus durchgefiihrt
werden.

[0011] Unter Kontaktmodus ist zu verstehen, dass
das Substrat unmittelbar auf Disendffnungsrandes auf-
liegt und sich erst durch Herauspressen von Klebstoff
aus der Dise ein geringer Abstand zwischen dem Dii-
senodffnungsrand und der zu beschichtenden Substrat-
flache einstellt.

[0012] Unter Semikontaktmodus ist hierbei zu verste-
hen, dass die Disendffnung einen solchen Abstand von
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der zu beschichtenden Substratflache hat, dass der Ab-
stand des Disendéffnungsrandes kleiner ist als der
Durchmesser des Tropfens oder der Raupe, der/die sich
der Viskositat und/oder der Oberflaichenspannung des
Klebstoffs und der Abmessung der Diisenéffnung ent-
sprechend ausbilden wiirde.

[0013] In der Praxis treten haufig Kontaktmodus und
Semikontaktmodus nebeneinander, also zeitversetzt
zueinander und abwechselnd auf, da selbst dann, wenn
eine Beschichtung im Kontaktmodus angestrebt wird,
eine kurzzeitige grofkere Beabstandung zwischen Di-
sendffnungsrand und Substratflache, und somit ein Se-
mikontaktmodus auftreten kann. Viceversa kann dann,
wenn eine Beschichtung im Semikontaktmodus ange-
strebt wird, mdglich, dass kurzzeitig und Gbergangswei-
se ein Kontakt zwischen Diisenéffnungsrand und Sub-
strat auftritt. Die Qualitat der Beschichtung muss hier-
von nicht nachteilig beeinflusst werden, denn sowohl im
Kontaktmodus als auch im Semikontaktmodus kénnen
die erfindungsgemafien Vorteile erreicht werden. Es ist
jedoch vorteilhaft, wenn der Abstand zwischen Disen-
offnungsrand und Substrat so gesteuert, geregelt oder
fest eingestellt wird, dass zu keinem Zeitpunkt des Be-
schichtungsvorgangs ein Abstand auftritt, der groRer ist
als der sich der Viskositat und/oder der Oberflachen-
spannung des Klebstoffs und der Abmessung der Du-
sendffnung ergebende Durchmesser einer Auftragsrau-
pe oder eines Auftragstropfens.

[0014] Durch die Beschichtung im Semikontakt- oder
Kontaktmodus wird erreicht, dass eine Klebstoffschicht
auf die Substratflache aufgetragen wird, deren Schicht-
dicke gegeniber der sich sonst ausbildenden Dicke
beim Auftrag als Tropfen oder Raupe geringer ist. Es
wird zugleich mit dem Auftrag ein Verstreichen des
Klebstoffs erzielt und hierdurch bereits eine gleichma-
Rige Beschichtung der Substratflache erzielt, wodurch
die Probleme eines unvollstdndigen Verklebens oder
Herauspressens von Klebstoffliberschuss vermieden
werden kénnen.

[0015] Im Kontaktmodus wird sich der Abstand zwi-
schen dem Disendffnungsrand in Abhangigkeit der Be-
weglichkeit von Substrat und Dise in Abstandsrichtung
und in Abhangigkeit des Auftragsdrucks, der Viskositat
des Klebstoffs und der Diisengrdf3e einstellen. Je steifer
und somit unbeweglicher die Anordnung von Substrat
und Dise in Abstandsrichtung ist, desto h6her muss der
Druck sein, mit dem der Klebstoff aus der Diise gepresst
wird.

[0016] Im Semikontaktmodus muss der Abstand der
Dusendffnung von der zu beschichtenden Substratfla-
che in Abhangigkeit der Viskositat und/oder der Ober-
flachenspannung und der Abmessungen der Disenoff-
nung gewahlt werden. Grundsatzlich ist bei einer gerin-
gen Viskositat des Klebstoffs ein geringerer Abstand er-
forderlich als bei einer hoheren Viskositat, um eine Be-
schichtung im Semikontaktmodus zu erzielen. Es ist
weiterhin bei einem kleinen Disendurchmesser ein ge-
ringerer Abstand der Diisenéffnung von der Substratfla-
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che erforderlich als bei einer groflen Diisendffnung, um
eine Beschichtung im Semikontaktmodus zu erzielen.
[0017] Zum Einstellen des Abstands der Disenoff-
nung von der Substratflache ist die Beschichtungsduse
zweckmaRigerweise in einer Richtung etwa senkrecht
zur Substratflaiche beweglich. Der Abstand kann in Ab-
hangigkeit der Héhe des Substrats, der Viskositat des
Heilschmelzklebewerkstoffs im erwarmten Zustand
und den Abmessungen der Disendffnung vor dem Be-
ginn des Beschichtungsvorgangs fest eingestellt wer-
den. Der Abstand kann wahrend des Beschichtungsvor-
gangs beispielsweise durch mechanische Abtastung
oder entsprechende Abstandssensoren erfasst und ge-
gebenenfalls manuell oder mittels eines Antriebs auto-
matisch korrigiert werden.

[0018] Die Mittel zum Bewegen der Substratflache
kénnen beispielsweise als angetriebene Rollen ausge-
fiihrt sein, auf denen die Substratflache gefordert wird.
Alternativ kbnnen die Beschichtungsdusen entlang ei-
nes Verfahrweges bewegt werden und das Substrat
stillstehen. Die Mittel zum Aufeinanderpressen der bei-
den Substratflachen kénnen beispielsweise zwei ge-
genulberliegende, voneinander beabstandete Rollen
sein, zwischen denen die beiden Substratflachen durch-
gefiihrt werden und deren Abstand voneinander so be-
messen ist, dass die Substratflachen in vordefinierter
Weise aufeinandergepresst werden. Alternativ kénnen
die Substratflachen auf einer feststehenden oder be-
weglichen Unterlage fixiert werden und durch eine be-
wegliche bzw. feststehende Druckrolle aufeinanderge-
presst werden.

[0019] Bei einer ersten vorteilhaften Fortbildung der
erfindungsgemafien Vorrichtung sind Mittel zum Erwar-
men des Reaktionsklebstoffs vor dem Auftrag auf die
Substratflache bereitgestelit.

[0020] Durch diese Erwarmung des Klebstoffs wird
die Viskositat des Klebstoffs verringert und somit wer-
den die nachteiligen Auswirkungen der Oberflachen-
spannung verringert. So kann eine diinnere Klebstoff-
schicht auf der Substratflache erzielt werden. Es hat
sich weiterhin als Vorteil gezeigt, dass durch die Erwar-
mung einer oder beider Substratflachen eine schnellere
Verarbeitung des Klebstoffs mdglich ist, und somit die
Zeit reduziert werden kann, welche zur Verklebung er-
forderlich ist.

[0021] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn erste und/
oder zweite Mittel zum Erwarmen einer bzw. beider Sub-
stratflache(n) vor dem Aufeinanderpressen bereitge-
stellt sind. Hierdurch kann die erfindungsgemafe Ildee
in gleicher Weise erzielt und verstarkt werden, denn
durch die Erwarmung einer oder beider Substratflachen
wird die Viskositat des Klebstoffs verringert und somit
werden die nachteiligen Auswirkungen der Oberfla-
chenspannung verringert werden. So kann eine diinne-
re Klebstoffschicht auf der Substratflache erzielt wer-
den. Es hat sich weiterhin als Vorteil gezeigt, dass durch
die Erwarmung einer oder beider Substratflachen eine
schnellere Verarbeitung des Klebstoffs moglich ist, und
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somit die Zeit reduziert werden kann, welche zur Ver-
klebung erforderlich ist. Als weiterer, Uberraschender
Vorteil hat sich herausgestellt, dass bei vielen Klebstof-
fen durch Erwarmung der zu beschichtenden Substrat-
flache eine bessere Haftung des Klebstoffs auf der Sub-
stratflache erreicht wird.

[0022] Um diesen Effekt zu verstérken ist es insbe-
sondere vorteilhaft, wenn erste und/oder zweite Mittel
zum Erwarmen einer bzw. beider Substratflache(n) vor
dem Klebstoffauftrag bereitgestellt sind. Hierdurch kann
bereits im Moment des Auftrags des Klebstoffs dessen
Temperatur erhdht oder gehalten werden oder zumin-
dest nur abgeschwécht verringert werden und so eine
gleichmafigere Benetzung und geringe Auftragsstarke
des Klebstoffs auf der Substratflache erzielt werden.
[0023] Eine weitere Fortbildung der erfindungsgema-
Ren Vorrichtung umfasst Mittel zum Falten des/der Sub-
strat(e) nach dem Aufeinanderpressen innerhalb oder
aullerhalb der verklebten Substratflachen. Diese Fort-
bildung ist fur vielerlei industrielle Anwendungen ver-
klebter Substratflachen erforderlich, beispielsweise um
Verpackungen herzustellen. Diese Mittel zum Falten
kénnen beispielsweise als pneumatisch angetriebene
Stempel oder als Leitschienen entlang einer Foérder-
bahn oder Ahnliches ausgefiihrt sein. Die erfindungsge-
male, solcher Art fortgebildete Vorrichtung ist insbe-
sondere vorteilhaft, um Prasentationsverpackungen mit
ganz oder teilweise transparenten Flachen zu erzielen,
da hierdurch eine sehr ansprechende Optik der Verpak-
kungen erreicht werden kann.

[0024] Eine Fortbildung derjenigen Ausfliihrungsfor-
men der erfindungeméafRen Vorrichtung, welche Mittel
zur Faltung der Substratflaichen beinhalten, sieht dritte
Mittel zum Erwarmen des/der Substrat(e) zumindest im
Bereich der Substratflaichen zwischen dem Aufeinan-
derpressen und dem Falten vor.

[0025] Diese Erwdrmung des Substrats im Bereich
der Substratflachen oder dariiber hinaus istimmer dann
vorteilhaft, wenn nach der Verklebung der Substratfla-
chen ein Faltvorgang der Substratflachen oder des Sub-
strats erfolgt. Sie ist sowohl dann vorteilhaft, wenn Mittel
zur Erwarmung der Substratflachen bereits vor dem
Aufeinanderpressen oder vor dem Klebstoffauftrag be-
reitgestellt sind als auch dann, wenn auf diese Mal3nah-
me verzichtet wurde. Durch die Erwarmung der Sub-
stratflachen zwischen dem Aufeinanderpressen und
dem Falten wird eine erhdhte Elastizitdt des Klebstoffs
erzeugt. Bei entsprechend gewahlter Erwarmung kann
sogar ein viskoses Verhalten des Klebstoffs erzielt wer-
den, bis zu einem flissigen Zustand des Klebstoffs.
Hierdurch wird eine gewisse Relativbewegung der bei-
den miteinander verklebten Substratflaiche beim Falt-
vorgang ermdglicht und somit vermieden, dass durch
den Faltvorgang Spannungen in das Substrat einge-
bracht werden. Als weiterer Vorteil hat sich erwiesen,
dass durch die Erwarmung des Klebstoffs eine Relativ-
bewegung der beiden Substratflachen zueinander beim
Faltvorgang erfolgt und bei nachfolgender Abkihlung
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der Substratflachen und Aushartung des Reaktions-
klebstoffes zwischen den Substratflachen das Substrat
in dem gefalteten Zustand fixiert wird, wodurch ein er-
leichterter Faltvorgang und ein sehr ebenes Erschei-
nungsbild der an die Faltstelle angrenzenden Substrat-
flachen erzeugt wird und Eigenspannungen, die sonst
durch die Faltung erzeugt wirden, verringert oder ver-
mieden werden.

[0026] Die Mittel zum Erwarmen der Substratflachen,
sei es vor dem Aufeinanderpressen, vor dem Klebstoff-
auftrag oder zwischen Aufeinanderpressen und Falten,
kénnen insbesondere ein oder mehrere Infrarotstrahler
sein. Die Erwarmung mittels Infrarotstrahlung weist den
Vorteil auf, dass eine sehr schnelle Erwarmung erzielt
werden kann und eine nicht nur oberflachliche Erwar-
mung sondern auch in das Materialinnere des Substrats
wirkende Erwarmung erzielt wird. Infrarotstrahlung ist
daruber hinaus hinsichtlich ihrer Intensitat und Einwirk-
zeit prazise und schnell steuerbar.

[0027] Alternativkdnnen die Mittel zum Erwarmen der
Substratflachen ein oder mehrere Heiluftgeblase sein.
Die Verwendung von Heizluftgeblasen ist eine kosten-
glinstige Art der Erwarmung, die dartber hinaus eine
gleichmaRige Erwarmung erzielt und eine gezielte Er-
warmung der Substratoberflache ermdglicht.

[0028] Die erfindungsgemaRe Vorrichtung ist jedoch
nicht auf die Verwendung von Infrarotstrahlern oder
HeiRluftgeblasen beschrankt. Insbesondere kénnen fir
die ersten, zweiten oder dritten Mittel verschiedene Er-
warmungsmittel verwendet werden, beispielsweise ein
HeiRluftgeblase flr die Erwarmung vor dem Klebstoff-
auftrag und ein Infrarotstrahler fir die Erwarmung zwi-
schen dem Aufeinanderpressen und dem Falten der
Substratflachen oder anders herum. Weiterhin kénnen
andere Erwarmungsmittel wie beispielsweise Kontakt-
heizplatten verwendet werden.

[0029] Bei einer besonders vorteilhaften Ausfiih-
rungsform der erfindungsgemafien Vorrichtung weist
die Beschichtungsdiise eine schlitzformige Duisendff-
nung auf. Diese Dusenform ist besonders vorteilhaft bei
einem Auftrag im Semikontakt- oder Kontaktmodus, da
sich bei dieser Diisenform besonders gut ein entspre-
chender Abstand zu den Substratflaichen einstellen
Iasst. Weiterhin kann mit einer Schlitzdiise ein Auftrag
Uber eine breitere Flache der Substratflache erzielt wer-
den, als dies mit einer anderen Disenform mdglich wa-
re.

[0030] Eine weitere Fortbildung der erfindungsgema-
en Vorrichtung umfasst eine Reihe von Beschich-
tungsdiisen mit einer Disendffnung, welche quer zur
Bewegungsrichtung voneinander beabstandet sind. Die
mehreren Beschichtungsdiisen kénnen hintereinander
in einer Reihe angeordnet sein. Sie kénnen alternativ
gestaffelt zueinander versetzt sein oder sich diagonal
zur Bewegungsrichtung erstrecken. Fir einen gleich-
maRigen Auftrag ist es insbesondere vorteilhaft, wenn
der Abstand der Beschichtungsdiisen senkrecht zur Be-
wegungsrichtung klein ist, dies kann vorteilhaft dadurch
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erzielt werden, dass die Beschichtungsdiisen nicht ex-
akt senkrecht zur Bewegungsrichtung in Reihe ange-
ordnet sind, sondern jeweils in einem Winkel zwischen
der Bewegungsrichtung und der senkrecht hierzu lie-
genden Richtung in Substratflachenebene angeordnet
sind, beispielsweise entlang einer entsprechenden Dia-
gonalen oder gestaffelt zueinander.

[0031] Mitdieser Fortbildung der erfindungsgemafen
Vorrichtung kénnen Substratflachen mit einer maxima-
len Breite beschichtet werden, die der Breite der Reihe
der Beschichtungsdisen senkrecht zur Bewegungs-
richtung entspricht. Weiterhin kdnnen Substratflachen
beschichtet werden, deren Breite geringer ist als die ma-
ximale Breite, indem die auf3enliegenden Beschich-
tungsdusen, unter denen keine Substratflache durch-
lauft, abgeschaltet oder gesperrt werden oder in sonsti-
ger Weise verhindert wird, dass Klebstoff aus diesen au-
Renliegenden Disen austritt.

[0032] Durch diese Fortbildung wird die Gleichmafig-
keit des Auftrags des Klebstoffs auf eine grof3e Flache
verbessert. Die Beschichtungsdiisen kénnen dabei alle
im gleichen Abstand zu der zu beschichtenden Sub-
stratflache angeordnet sein um durch jede der Be-
schichtungsdiisen einen Auftrag im Semikontakt- oder
Kontaktmodus zu erzielen. Alternativ ist es auch bei be-
stimmten Auftragsarten vorteilhaft, die Beschichtungs-
disen in einem unterschiedlichen Abstand zu der zu be-
schichtenden Substratflache anzuordnen um solcherart
einen Auftrag des Klebstoffmaterials in verschiedenen
Schichtstarken, beispielsweise in einer von innen nach
aulRen abnehmenden Schichtstérke zu erzielen und
hierdurch eine giinstige Abfiihrung der Luft beim Auf-
einanderpressen der Substratflichen zu erzielen. Da-
durch kann vermieden werden, dass Luftblasen zwi-
schen den zu verklebenden Substratflachen im Kleb-
stoff nach dem Aufeinanderpressen eingeschlossen
bleiben und das optische Erscheinungsbild stéren.
[0033] Bei der zuvor beschriebenen Fortbildung der
erfindungsgemaflen Vorrichtung ist es insbesondere
vorteilhaft, wenn eine Steuerung zur Verhinderung des
Austritts des Klebstoffs aus einzelnen oder mehreren
Disen in Abhangigkeit der Breite der zu beschichten-
den Substratflache solcherart bereitgestellt ist, dass nur
aus denjenigen Beschichtungsdiisen Klebstoff austritt,
welche der zu beschichtenden Substratflaiche gegen-
Uberliegen. Auf diese Weise kann die erfindungsgema-
Re Vorrichtung fir Substrate unterschiedlicher Abmes-
sungen verwendet werden. Weiterhin ist es mdglich,
Substrate zu beschichten, deren zu beschichtende Sub-
stratflache sich in den Abmessungen in Bewegungs-
richtung andert, d. h. breiter oder schmaler wird. Zur
Steuerung der vorgenannten Art kdnnen erganzend Er-
fassungssensoren bereitgestellt sein, die jeweils einer
Beschichtungsdiise zugeordnet sind und detektieren,
ob der jeweiligen Beschichtungsdiise eine Substratfla-
che gegenuberliegt. Auf diese Weise ist eine Aktivie-
rung oder Deaktivierung des Austritts von Klebstoff aus
der jeweiligen Beschichtungsduse in Echtzeit méglich.
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[0034] Die erfindungsgemafRe Vorrichtung wird vor-
teilhafterweise nach einem Verfahren zur Verbindung
zweier Substratflachen betrieben, bei dem zumindest
eine Substratflache relativ zu mindestens einer Be-
schichtungsdiise mit einer Diisenéffnung bewegt wird,
ein Reaktionsklebstoff aus der Beschichtungsdiise ab-
gegeben und auf die Substratflache aufgetragen wird,
und die beiden Substratflachen nachfolgend aufeinan-
dergepresst werden, wobei die Diisenéffnung so gering
von der Substratflache beabstandet ist, dass die Be-
schichtung im Semikontaktmodus oder im Kontaktmo-
dus erfolgt.

[0035] Dabei ist es vorteilhaft, wenn eine oder beide
Substratflache(n) vor dem Aufeinanderpressen und/
oder vor dem Klebstoffauftrag erwarmt wird.

[0036] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn das/die Sub-
strat(e) nach der Verklebung innerhalb oder auf3erhalb
der verklebten Substratflachen gefaltet werden.

[0037] Besonders bevorzugt ist es, wenn das/die
Substrat(e) zumindest im Bereich der Substratflachen
zwischen dem Aufeinanderpressen und dem Falten er-
warmt werden..

[0038] Die Vorrichtung arbeitet vorteilhafterweise
weiterhin nach dem Verfahren, dass die Erwarmung der
Substratflaichen vor und/oder nach dem Klebstoffauf-
trag und/oder zwischen dem Aufeinanderpressen und
dem Falten durch Infrarotstrahlung und/oder durch eine
Strémung erwarmter Luft erfolgt.

[0039] Der Betrieb der erfindungsgeméafen Vorrich-
tung kann weiter fortgebildet werden, indem der Kleb-
stoff aus mindestens einer Beschichtungsdise mit
schlitzférmiger Disendffnung aufgetragen wird.

[0040] Weiterhin ist vorteilhaft, wenn der Austritt des
Klebstoffs aus einer Reihe von Beschichtungsdiisen er-
folgt, welche quer zur relativen Bewegungsrichtung zwi-
schen Substrat und Beschichtungsdiisen voneinander
beabstandet sind.

[0041] Dabei kann der Austritt vorteilhafterweise sol-
cher Art in Abhangigkeit der Breite der zu beschichten-
den Substratflache gesteuert werden, dass nur aus den-
jenigen Beschichtungsdisen Klebstoff austritt, welche
der zu beschichtenden Substratflache gegeniiberlie-
gen.

[0042] GemaR einer bevorzugten Ausfihrungsform,
bei der der Ventilkorper einer Ventilanordnung durch ei-
ne Bewegung entgegen der Flussrichtung des Materials
mit dem Ventilsitz in Berihrung kommt, um den Materi-
alfluss zu unterbrechen, wird eine abrupte Unterbre-
chung des Klebstoffflusses erreicht und ein uner-
wiinschtes Nachtropfen beim Unterbrechen des Kleb-
stoffflusses mittels des Ventile weitgehend verhindert.
Dadurch wird erreicht, dass kein Reaktions-Klebstoff an
den auBeren Bereichen der Diusenanordnung kleben
bleibt nach dem SchlieRen der Ventilanordnung, so
dass stets eine saubere, unverklebte Disenanordnung
vorhanden ist, an welcher nicht oder nur minimal in un-
erwilinschter Weise Klebstoffe anhaften. Dies ist insbe-
sondere fir die Verarbeitung von Reaktions-Klebstoffen
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vorteilhaft.

[0043] Gemal einer besonders bevorzugten Ausfiih-
rungsform der Erfindung ist der Ventilkérper an einem
Schaftabschnitt befestigt und weist relativ zu dem
Schaftabschnitt einen erweiterten Querschnitt auf. So-
mit ist auf einfache Weise eine erfindungsgemafie Ven-
tilanordnung gebildet. Der Schaftabschnitt ist bei dieser
Ausfuhrungsform innerhalb eines Abschnitts des Zu-
fuhrkanals mit einem relativ zum Schaftabschnitt gréRe-
ren Durchmesser bewegbar angeordnet, und der Ven-
tilkdrper ist ebenfalls auf konstruktiv einfache Weise
zwischen seiner Offnungs- und SchlieRstellung beweg-
bar.

[0044] Gemal einer bevorzugten Ausfiihrungsform
der Erfindung weist der Ventilkrper einen im wesentli-
chen kegelstumpfférmigen Abschnitt auf, der mit dem
Ventilsitz in Berilihrung bringbar ist. Auf diese Weise
wird Material, das sich in dem Zufiihrkanal befindet, be-
sonders wirksam stromaufwarts bewegt, da eine Ver-
drangungswirkung des Ventilkérpers, hier des kegel-
stumpfférmigen Abschnitts, auftritt, die das Material
stromaufwarts bewegt.

[0045] Weitere vorteilhafte Ausflihrungsformen der
Erfindung sind in den Unteranspriichen angegeben und
werden anhand von bevorzugten Ausfiihrungsbeispie-
len anhand der anhangenden Zeichnungen erklart. Es
zeigen:
Figur 1 eine perspektivische Ansicht eines schema-
tischen Ablaufs des erfindungsgemafen
Verfahrens zur Verklebung und Faltung eines
Substrats zu einer Klarsichtbox, und

Figur 2  eine perspektivische Ansicht einer Ausfih-
rungsform einer erfindungsgemaflen Vor-
richtung zur Verbindung zweier Substrate in
Form von auf einer Rolle aufgewickelter
Bahnmaterialien.

Figur 3  eineteilgeschnittene Detailansicht eines Auf-
tragskopfes der erfindungsgemafen Vorrich-
tung und zur Durchfiihrung des erfindungs-
gemalen Verfahrens

[0046] Figur 1 zeigt schematisch den Ablauf eines
Verklebungs- und Faltungsvorgangs eines Substrats zu
einer Prasentationsbox.

[0047] Das Substrat liegt in vertikal gestapelter Form
vor und wird von unten in horizontaler Richtung aus dem
Stapel 100 entnommen. Ein Infrarotstrahler 110 er-
warmt das zu verarbeitende Substrat. Hierauf folgend
wird eine zu verklebende Substratflache mit einer Be-
schichtungsdiise 120 mit Klebstoff beschichtet. Die Be-
schichtungsdiise 120 ist nachfolgend ndher anhand von
Figur 3 beschrieben und kann auch als Auftragskopf be-
zeichnet werden und stellt ein Mittel zum Auftragen ei-
nes Reaktions-Klebstoffs dar.

[0048] Nach der Beschichtung mit Klebstoff werden
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einzelne Substrateckflachen 101, 102 Substratseiten-
flachen 103, 104 mit Klebstoff beschichtet (nicht darge-
stellt) und hierauf folgend einwarts gefaltet und aufein-
andergepresst (nicht dargestellt). Auf der Substratsei-
tenflache 104 befindet sich die Klebstoffbeschichtung
105.

[0049] Das solcherart vorgefaltete und vorverklebte
Substrat 100 wird unter einem zweiten Infrarotstrahler
130 hindurchgefiihrt, welcher das Substrat, die verkleb-
ten Substratflachen und die Klebstoffbeschichtung er-
neut erwarmt und dadurch den nachfolgenden Klebe-
und Faltvorgang erleichtert.

[0050] SchlieRlich wird das Substrat 100 zu einer Box
gefaltet und hierbei die verbleibenden, zu verklebenden
Substratflachen aufeinandergepresst.

[0051] In Figur 2 wird ein erstes Substrat 10 von einer
Rolle 11 in vertikaler Richtung nach unten abgewickelt.
Die abgewickelte Substratbahn 12 durchlauft einen sie
umschlieBenden Infrarotstrahler 20, der sich in der Bah-
nebene und senkrecht zur Bewegungsrichtung der
Bahn erstreckt.

[0052] Ein zweites Substrat 30 wird von einer Sub-
stratrolle 31 als Substratbahn 32 in horizontaler Rich-
tung abgewickelt und durchlauft einen zweiten Infrarot-
strahler 40. Der zweite Infrarotstrahler 40 umschlieRt die
zweite Substratbahn 32 und erstreckt sich in der Ebene
der Substratbahn 32 senkrecht zu ihrer Abwickelrich-
tung.

[0053] Nach Durchlauf durch den zweiten Infrarot-
strahler 40 wird die zweite Substratbahn 32 unter einer
Reihe von Beschichtungsdiisen 50 entlang gefiihrt. Die
Beschichtungsdiisen 50 sind an einer sich quer zur Be-
wegungsrichtung der zweiten Substratbahn 32 erstrek-
kenden Tragerstange 51 befestigt, die parallel zur Ebe-
ne der zweiten Substratbahn 32 liegt. An der Trager-
stange 51 sind mehrere Beschichtungsdiisen 50 ab-
wechselnd in Bewegungsrichtung der zweiten Substrat-
bahn 32 vor und hinter der Tragerstange befestigt, so
dass sich eine gestaffelte Anordnung der Beschich-
tungsdusen ergibt.

[0054] Die Beschichtungsdiisen 50 sind so gering von
der Substratbahn 32 beabstandet, dass eine Beschich-
tung im Kontaktmodus erfolgt.

[0055] Aus den vierzehn Beschichtungsdisen 50a,
unter denen die zweite Substratbahn 32 durch lauft, wird
HeilRschmelzklebstoff abgegeben, der auf die Substrat-
bahn aufgetragen wird. Die aul3enliegenden zwolIf Be-
schichtungsdiisen 50b, unter denen keine Substrat-
bahn durchlauft, sind deaktiviert.

[0056] Nachdem die Substratbahn 32 die Beschich-
tungsdisen 50a passiert hat, ist sie mit einem gleich-
mafigen, dinnen Klebstofffilm beschichtet.

[0057] Die mit Klebstoff beschichtete zweite Substrat-
bahn 32 wird mit der ersten Substratbahn 12 zusam-
mengeflihrt und zwischen zwei Pressrollen 60, 61 auf-
einandergepresst. Der Abstand der beiden Pressrollen
60, 61 ist so bemessen, dass eine gute Verpressung der
Substratbahn 32 mit der Substratbahn 12 erzielt wird,
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ohne diese zu beschadigen oder Lufteinschlisse im
Klebstofffilm zurlickzulassen.

[0058] Die aufeinandergepressten Substratbahnen
12, 32 werden in horizontaler Richtung aus den Press-
rollen 60, 61 herausgefiihrt und einer Nachverpressung
zwischen zwei Nachverpressungsrollen 70, 71 zuge-
fuhrt. Hierauf folgend werden die miteinander verkleb-
ten Substratbahnen 80 auf eine Rolle 81 aufgewickelt.
[0059] Die in Figur 1 und 2 dargestellte Vorrichtung
zum Auftragen von flissigem Klebstoff auf ein relativ zu
der Vorrichtung in Richtung des eingezeichneten Pfeils
bewegbaren Substrat 32 weist einen in Figur 3 im Detail
dargestellten Auftragskopf 51 auf. Der obere Teil des
Auftragskopfes 51 umfasst ein elektro-pneumatisch be-
tatigbares Steuerteil 4 (vgl. Figur 4), das an ein Grundteil
6 montiert ist. Eine Diisenanordnung 8 ist an der Unter-
seite des Grundteils 6 montiert. Das Grundteil 6 ist sei-
nerseits an einem nicht dargestellten, ortsfesten Trager
montiert. Das Steuerteil 4 ist mittels zweier Druckluftlei-
tungen 10, 11 an eine nicht dargestellte Druckluftquelle
angeschlossen, die etwa einen Druck von 6 bar bereit-
stellt. Mit Hilfe eines Magnetventils 12 kann das Steu-
erteil 4 mit Druckluft beaufschlagt werden. Das Grund-
teil 6 ist mit einer Bohrung 7 ausgebildet, in die ein un-
terer Abschnitt des Steuerteils 4 eingesetzt ist. In dem
Grundteil 6 sind im oberen Bereich zwei Anschlussboh-
rungen 21, 23, die wahlweise mit einer Druckluftleitung
verbunden werden koénnen. Alternativ kdnnen jedoch
erfindungsgemaf auch andere, beispielsweise elek-
trisch betatigbare Auftragskdpfe zum Einsatz kommen.
[0060] Die Ventilanordnung umfasstim Wesentlichen
einen Ventilkérper 14, einen mit diesem verbundenen
stabférmigen Schaftabschnitt 16, und einen Ventilsitz
44. Der Ventilkdrper 14 wirkt mit dem Ventilsitz 44 derart
zusammen, dass der Materialfluss durch Bewegung
des Ventilkérpers 14 in eine SchlieRstellung unterbro-
chen und durch Bewegung in eine Offnungsstellung frei-
gegeben wird. Der Ventilkérper 14 kommt durch eine
Bewegung entgegen der Flussrichtung des Materials
mit dem Ventilsitz in Berlihrung, um den Materialfluss
zu unterbrechen.

[0061] Ein Differenzdruck-Kolben 18 ist an dem obe-
ren bewegbaren Schaftabschnitt 16 befestigt. Der Kol-
ben 18 ist axial verschieblich angeordnet. Der Kolben
18 ist mit einer zentralen Bohrung ausgebildet, in der
ein Teil des Schaftabschnitts 16 angeordnet ist. Auf ein
am Ende des Schaftabschnitts 16 ausgebildetes Au-
Rengewinde ist eine Mutter 24 aufgeschraubt, die den
Kolben 18 an dem Schaftabschnitt 16 sichert.

[0062] Oberhalb des Kolbens 18 ist ein mit Gas be-
fullbarer Raum 26 vorgesehen, der mit Gasdruck beauf-
schlagbar ist. Hierdurch kann eine Kraft auf den Kolben
18 aufgebracht werden. Unterhalb des Kolbens 18 ist
ein weiterer mit Gas beflillbarer Raum 28 ausgebildet,
der mittels eines Anschluss-Kanals durch die Leitung
mit Druckluft 10 beaufschlagbar ist. Der Kolben 18 weist
eine obere Wirkflache 34 auf, die gréRer ist als eine un-
tere Wirkflache 36, so dass bei gleichem Druck in den
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Raumen 26 bzw. 30 unterschiedlich grof3e resultierende
Kréafte auf den Kolben 18 wirken. Bei gleichen Driicken
wirde der Kolben - in Figur 3 nach unten - in Richtung
auf die Disenanordnung 8 gedriickt werden, so dass
der Ventilkérper 14 in seine Offnungsstellung gedriickt
wird.

[0063] In dem Raum 28 ist konzentrisch zum im We-
sentlichen zylindrischen Schaftabschnitt 16 eine Spiral-
Feder 32 angeordnet, die mit ihrer Federkraft auf den
Kolben 18 wirkt und diesen - in Figur 3 nach oben - in
die Schlie3stellung der Ventilanordnung vorspannt.
[0064] Zum Offnen der Ventilanordnung und somit
Freigeben des Klebstoffflusses wird im Ausflihrungsbei-
spiel das Magnetventil 12 gedffnet. Dadurch wird in dem
Raum 26 ein Druck erzeugt, der etwa dem der Druck-
luftquelle entspricht und der auf die Wirkflache 34 wirkt.
Im Raum 28 herrscht durchgehend der Druck der Druck-
luftquelle. Da die Wirkflache 34 groRer ist als die Wirk-
flache 28, wird der Kolben 18 in Richtung auf das Sub-
strat 32 bewegt. Zum Schlieen der Ventilanordnung
und somit Unterbrechen des Klebstoffflusses wird das
Magnetventil 12 derart geschaltet, dass der Druck in
dem Raum 26 reduziert wird. Zu diesem Zweck wird
Druckluft aus dem Magnetventil 12 an die Umgebung
abgelassen. Durch diese Druckreduzierung in dem
Raum 26 wird der Kolben 18 durch die an der Wirkflache
36 angreifende resultierende Kraft "nach oben" ge-
driickt und der Ventilkérper 14 wird in die SchlieRstel-
lung bewegt. Hierbei wirkt die Federkraft der Feder 32
unterstitzend.

[0065] Nahe der Austrittséffnungen weist die Diisen-
anordnung 8 einen wahrend des Auftrags mindestens
teilweise mit dem sich relativ zur Austritts6ffnung bewe-
genden Substrat in Kontakt befindlichen, du3eren Kon-
taktbereich 74 auf, der an dem Mundstlick 70 angeord-
net ist. Der Kontaktbereich 74 hat, wie aus den Figuren
1 und 10 ersichtlich ist, einen relativ zum Substrat 32
divergierenden, gekrimmten Abschnitt. Er erstreckt
sich ausgehend von einer Austritts6ffnung entgegen der
Bewegungsrichtung des Substrats 32 - in Figur 1 nach
links - und istim Querschnitt teilkreisformig ausgebildet.
In Figur 1 ist das Substrat eben dargestellt und liegt an
dem Kontaktbereich 74, es kann aber einen leicht ge-
krimmten Verlauf aufweisen, beispielsweise wenn es
als von Rollen gefiihrte Folie ausgebildet ist.

[0066] Das sich bewegende Substrat 32 wird vondem
gekrimmten Abschnitt des Kontaktbereichs 74 zu der
Austritts6ffnung oder den mehreren in Reihe nebenein-
ander angeordneten Austrittséffnungen der Schlitzdii-
senanordnung gefihrt. Ist die Austrittséffnung der DU-
senanordnung im Betrieb nicht exakt relativ zum Sub-
strat 32 ausgerichtet, beispielsweise weil das Substrat
von einer Flihrungsvorrichtung nicht genau auf einer ge-
wiinschten Bahn gefiihrt wird oder weil der gesamte
Auftragskopf 2 nicht exakt in einer gewlinschten Positi-
on am Trager angeordnet ist, dann wird das Substrat
von dem Kontaktabschnitt ebenfalls zu der Austrittsoff-
nung gefiihrt. Versuche haben beispielsweise ergeben,
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dass in dem Fall, dass das Substrat 32 im Wesentlichen
horizontal angeordnet ist und relativ hierzu eine Auf-
tragskopf-Achse 75, die parallel zu einen Austrittskanal
in der Disenanordnung angeordnet ist, um bis zu etwa
20% gegenuber einer Vertikalachse geneigt ist, ein gu-
ter Klebstoffauftrag noch realisiert werden kann, da das
Substrat in diesem Fall von dem Kontaktbereich 74 so
zu einer Austritts6ffnung gefuihrt wird, dass ein sauberer
Klebstoffauftrag realisiert werden kann.

[0067] In Bewegungsrichtung des Substrats 32 hinter
einer Austritts6ffnung weist die Disenanordnung 8 eine
Abrisskante 76 auf, die an der Mundstiickaufnahme 68
angeordnet ist.

Patentanspriiche

1. Vorrichtung zur Verbindung zweier Substratfla-
chen, umfassend

* Mittel zum Bewegen der Substratflache relativ
zu mindestens einer Beschichtungsdise mit ei-
ner Disendffnung,

¢ Mittel zum Zufiihren eines Reaktionsklebstoffs
zu der mindestens einen Beschichtungsdiise,

e Mittel zum Auftragen des Reaktionsklebstoffs
aus der mindestens einen Beschichtungsdiise
auf die Substratflache, und

e Mittel zum Aufeinanderpressen der beiden
Substratflachen,

dadurch gekennzeichnet, dass

* die Disendffnung beim Beschichtungsvorgang
so gering von der Substratflaiche beabstandet
ist, dass die Beschichtung im Semikontaktmo-
dus oder im Kontaktmodus erfolgt

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
gekennzeichnet durch Mittel zum Erwéarmen des
Reaktionsklebstoffs vor dem Auftrag auf die Sub-
stratflache.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
gekennzeichnet durch erste und/oder zweite Mit-
tel zum Erwarmen einer bzw. beider Substratflache
(n) vor dem Aufeinanderpressen.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3,
gekennzeichnet durch erste und/oder zweite Mit-
tel zum Erwérmen einer bzw. beider Substratflache
(n) vor dem Klebstoffauftrag.

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
spruche,
gekennzeichnet durch Mittel zum Falten des/der
Substrat(e) nach dem Aufeinanderpressen inner-
halb oder auRerhalb der verklebten Substratfla-
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10.

1.

12.

13.

chen.

Vorrichtung nach Anspruch 5, gekennzeichnet
durch dritte Mittel zum Erwérmen des/der Substrat
(e) zumindest im Bereich der Substratflachen zwi-
schen dem Aufeinanderpressen und dem Falten.

Vorrichtung nach einem der Anspriche 3 bis 6 mit
Mitteln zum Erwarmen zumindest einer Substratfla-
che,

dadurch gekennzeichnet, dass die ersten, zwei-
ten und/oder dritten Mittel zum Erwdrmen der Sub-
stratflachen Infrarotstrahler sind.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 3 bis 7 mit
Mitteln zum Erwarmen zumindest einer Substratfla-
che,

dadurch gekennzeichnet, dass die ersten, zwei-
ten und/oder dritten Mittel zum Erwdrmen der Sub-
stratflachen HeiRluftgeblase sind.

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
spriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass die Beschich-
tungsdise eine schlitzférmige Dusendffnung auf-
weist.

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
spriche, gekennzeichnet durch eine Reihe von
Beschichtungsdiisen mit einer Disendffnung, wel-
che quer zur Bewegungsrichtung voneinander be-
abstandet sind,

Vorrichtung nach Anspruch 10,

gekennzeichnet durch eine Steuerung zur Verhin-
derung des Austritts des Klebstoffs aus einzelnen
oder mehreren DiUsen in Abhangigkeit der Breite
der zu beschichtenden Substratflache solcherart,
dass nur aus denjenigen Beschichtungsdisen
Klebstoff austritt, welche der zu beschichtenden
Substratflache gegeniiberliegen.

Vorrichtung nach einem vorstehenden Anspriiche,
bei der die Beschichtungsdise eine Dusenanord-
nung sowie eine Ventilanordnung zum Unterbre-
chen des Klebstoffflusses aufweist, wobei die Ven-
tilanordnung einen bewegbaren Ventilkdrper sowie
einen Ventilsitz aufweist.

Vorrichtung nach einem der vorstehenden Anspri-
che, gekennzeichnet durch eine Disenanord-
nung mit mindestens einem mit einem Zuftihrkanal
verbundenen und in eine Austrittséffnung zum Ab-
geben von Material miindenden Austrittskanal so-
wie durch eine Ventilanordnung zum Unterbrechen
des Materialflusses, die einen bewegbaren Ventil-
kérper sowie einen Ventilsitz aufweist, wobei der
Ventilkdrper mit dem Ventilsitz derart zusammen-
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wirkt, dass der Materialfluss durch Bewegung des
Ventilkdrpers in eine SchlieRstellung unterbrochen
wird und in eine Offnungsstellung freigegeben wird,
und dadurch, dass der Ventilkorper durch eine Be-
wegung entgegen der Flussrichtung des Materials
mit dem Ventilsitz in Berlihrung kommt, um den Ma-
terialfluss zu unterbrechen.

Vorrichtung nach Anspruch 13,

dadurch gekennzeichnet, dass der Ventilkorper
an einem Schaftabschnitt befestigt ist, der relativ zu
dem Schaftabschnitt einen erweiterten Querschnitt
aufweist.

Vorrichtung nach Anspruch 13 oder 14,

dadurch gekennzeichnet, dass der Ventilkorper
einen im wesentlichen kegelstumpfférmigen Ab-
schnitt aufweist, der mit dem Ventilsitz in Beriihrung
bringbar ist.

Vorrichtung nach Anspruch 13, 14 oder 15,
dadurch gekennzeichnet, dass der Ventilkorper
einen sich an den kegelstumpfformigen Abschnitt
anschlieBenden, im wesentlichen kreisscheiben-
férmigen Abschnitt aufweist.

Vorrichtung nach Anspruch 16,

dadurch gekennzeichnet, dass der Ventilkorper
einen weiteren im wesentlichen kegelstumpfformi-
gen Abschnitt aufweist, der sich an den kreisschei-
benférmigen Abschnitt anschlief3t.

Vorrichtung nach mindestens einem der vorstehen-
den Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass der Schaftab-
schnitt an einem beidseitig mit Druckluft beauf-
schlagbaren Differenzdruck-Kolben befestigt ist,
der durch Druckbeaufschlagung zusammen mit
dem Ventilkdrper bewegbar ist.

Vorrichtung nach mindestens einem der vorstehen-
den Anspriche,

dadurch gekennzeichnet, dass der Ventilkdrper
in der Offnungsstellung im wesentlichen in einer zy-
lindrischen Ausnehmung angeordnet ist.

Vorrichtung nach mindestens einem der vorstehen-
den Anspriche, bei der die Disenanordnung im un-
teren Bereich nahe der Austrittséffnung einen teil-
weise wahrend des Auftrags mit dem sich relativ zur
Austritts6ffnung bewegenden Substrat in Kontakt
kommenden dufieren Kontaktbereich aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass der dulere Kon-
taktbereich (74) einen relativ zum Substrat divergie-
renden, gekrimmten Abschnitt aufweist.

Vorrichtung nach Anspruch 20,
dadurch gekennzeichnet, dass der Kontaktbe-
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reich sich ausgehend von der Austrittséffnung ent-
gegen der Bewegungsrichtung des Substrats er-
streckt.
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